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Motivation und Zielsetzung

LIGA Bauteile

- nahezu freie laterale Formgebung
- Strukturhéhen bis zu 3 mm (Rontgen-LIGA)
- hohe Aspektverhaltnisse

- Seitenwandrauhigkeit < 50 nm

Quelle: Fa. H. Moser & Cie. Massenherstellung = Kostenproblem

Herstellverfahren fur Mikrobauteile ...

... aus metallischen (und keramischen) Werkstoffen
... mit sehr guten Oberflachenqualitaten
... mit feinsten Strukturierungsmdglichkeiten

... bei Beachtung der Herstellungskosten
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Mehrkomponenten-SpritzgieRen und Galvanoformung (MSG-Prozess)
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Gliederung

» Herausforderungen der Prozesskette
- Homogene elektrische Leitfahigkeit
- Spaltfreier Verbund
* MSG-Prozesskette am Beispiel eines Mikrospulenkerns
* Vergleichende Untersuchung zwischen dem MSG-Prozess:
- gefrasten Formeinsatz
- LIGA Formeinsatz
* Materialcharakterisierung

« Zusammenfassung und Ausblick

IJE Dipl.-Ing. Jirgen Prokop Bild 4
Tra_  IMF Ill, Karlsruher Institut fir Technologie !




Mehrkomponenten-SpritzgieBen und Galvanoformung (MSG-Prozess)

Aufpressen der Strukturen isolierender
2K-SpritzgieBen Kunststoff
(2. Komponente)

umsetzen

leitfahige @
Grundplatte ' I Entformen

(1. Komponente) i

Mikrobauteil E nicht leitfahige

Entnahme Komponente
I
Mikrobauteil _.% o _—
Galvanoformung 2K-Bauteil Komponente
I_Jz.__. Dipl.-Ing. Jirgen Prokop Bild 5

TP5 IMF llI, Karlsruher Institut fir Technologie

Homogene elektrische Leitfahigkeit

Herausforderung

- bendtigter Oberflachenwiderstand < 25 Q (Vierpunktmessmethode)
- homogene Leitfahigkeit wichtig fur gleichzeitige Galvanoformung von mehreren Strukturen

-> durch gestufte Einspritzgeschwindigkeit, homogene Bauteiloberflache moglich

konstante Einspritzgeschwindigkeit gestufte Einspritzgeschwindigkeit

Punktanguss

Punktanguss

Vestamid LR1 MHI Vestamid LR1 MHI
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Mehrkomponenten-SpritzgieBen und Galvanoformung (MSG-Prozess)
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Spaltfreier Verbund

2 Komponenten-Spritzgielen
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Startgalvanik )
Roéntgenschatten

- Einspritzgeschwindigkeit 1

- Nachdruckzeit |

- Entformungstemperatur der 1.
Komponente <«

- Nachdruckhohe <«
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MSG-Prozesskette am Beispiel eines Mikrospulenkerns
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Problematik: gefraster Formeinsatz - Mikrospulenkerne
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Problematik gefraster Formeinsatz?

EWT = 10,00k
WO 1T 2mm
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Vergleichende Untersuchung UV-LIGA FE und gefraster FE
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Mikroermiidungsprobe
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LIGA-Formeinsatz

MSG-Bauteil

zEs
WD =332 mm Photia ho. = 1024 Mags TOX .

1 mm EMT = 10.00 kv Signal A= SE2 Date 8 Mar 2010
| — WO =321 e ot No, = 3340 Mag= 0K ﬁ

| Mpm EMT = 10.00 kv Sigral A = SE2 Date 8 Mar 2010
| WO =27 2me Photo Mo, » 3343 Mags 1I6KX
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Gefraster Formeinsatz

MSG-Bauteil

EMT = 10.00 kv Date & Mar 2010
WO =37 8 mm Photo Mo, = 3112 Mag= DX

Dute 8 Mar 2010
WO = 302 mm Phats Mo, = 3321 Mag= TEOKX

Sigral A = SE2 Date & Mar 2010
WO =328 mm Fhoto Mo, = 3338 Mag= 70K

EHT = 10004V
WO =227 mm
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Zugversuch
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Zugversuch: Lastkontrolliert
Material: Nickel (Grobkristallin)

Ergebnis: Festigkeit: ~728 MPa
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- Ermidungsuntersuchungen folgen
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Zusammenfassung und Ausblick

* MehrkomponentenspritzgielRen und Galvanoformung als Fertigungsalternative
» Herausforderungen der Prozesskette geldst:
- Elektrischer Oberflachenwiderstand homogen und besser 25 Ohm
- Parameter fur spaltfreie Zweikomponentenbauteile
* Replikation des Mikrospulenkerns
* Vergleichende Untersuchung zwischen dem MSG-Prozess:
- Gefraster Formeinsatz kann gut repliziert werden

- UV- LIGA Formeinsatz kann gut repliziert werden

- Statistische Absicherung der Ergebnisse
- Mikroermidungsmessung
- Materialscreening

- Angepasste Geometrien mit definierten Defekten
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Vielen Dank fur Ilhre Aufmerksamkeit !

Kontaktinformation:

Dipl.-Ing. Jurgen Prokop
Institut fur Materialforschung lll
KIT | Campus Nord

+49 (0) 7247 / 82 - 4005
juergen.prokop@kit.edu

HES Deine o o - Bild 19
TP 5 , uher Institut fir Technologie




